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※模倣品に関するご注意
海外を中心に、弊社製品の模倣したやに入りはんだなど各種はんだ製品が出回っていることが確認されております。
ご購入は、弊社子会社または正規代理店からお買い求めください。

Beware of counterfeit products. 
Counterfeit flux cored and other inauthentic Senju solder products have been circulating abroad. Always purchase genuine 
Senju products from Senju subsidiaries or authorized distributors.
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千住金属工業　鉛フリーはんだ　総合カタログ
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… P3

… P5

鉛フリーはんだ

… P8

さらなる挑戦で進化を続ける

… P9

独自の超微細化技術が生んだ
転写用はんだシート

次世代実装を創造する
ソルダペースト

やに入りはんだ

環境に調和した豊富な合金組成の
バー＆ワイヤー

千住金属工業は、2000年に鉛フリーはんだの標準的材料M705を商品化し、部品や機器の鉛フリー化に大きく貢献
してまいりました。現在も、はんだ合金開発力、高度な金属加工技術、有機合成や粘弾性制御技術、複合化技術、
はんだ付け技術、独自な鋳造鍛造技術、造粒技術などを背景に、様々な形態のはんだ材料を開発・製品化し、低価格化・
高信頼性化・高密度化・省エネ化・環境調和型化など、はんだ付けを総合的なソリューションでサポートしています。

各種形態のはんだ材料を揃え
「トータルソリューション」で接合の未来を開きます。

… P15

POST FLUX

… P17

FLUX for SEMI-CONDUCTORS

… P11
実装の未来を変える

… P13

効果的なはんだ濡れ性を約束する
ポストフラックス

有機合成技術を駆使した
半導体用フラックス

ソルダプリフォーム

一歩先の半導体実装を実現する
ソルダボール
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さらなる挑戦と進化を続ける、鉛フリーやに入りはんだ

やに入りはんだは、線状はんだ合金の中心部にフラックスを介在させた製品です

GAO

LEO

LSC

MACROS

CBF

EFC

● 低温実装化 A級

LEO

● 作業性重視（濡れ性・煙・刺激臭対策） A級

GAONEOESC ESC21

● ハロゲンフリー化（AA相当級）

CBFZEROGAMMA

● 信頼性重視（絶縁特性対策) AA級

● 軟残渣化（マイグレーション対策） AA級

MACROS

LSC

FORTE

RMA08RMA02RMA98

・GAOシリーズ　良好な濡れ性と、良好な作業環境を約束

・LEO　Sn-Bi系低融点はんだで、低温実装を実現

・LSC　長年の経験と実績が、高絶縁信頼性を約束

・MACROS　車載など、過酷な使用環境用途に最適

・CBF　ハロゲンフリーでも、良好な濡れ性を確保

・EFC　極細線で狭ピッチ実装を実現

活性タイプ

弱活性タイプ

■ 目的や用途に応じてお選びください

汎用品

汎用品

低温実装用

軟残渣フラックス

ハロゲンフリー仕様

極細線用

2015年2000年
0% Ag 合金もラインナップ

性能UP

GAO 良好な作業環境の確保と、はんだ付け後の外観の美しさを追求しました

LSCは、高絶縁特性を有する弱活性タイプの汎用製品です。

LSCは、長年の技術を積み重ねた低飛散タイプで、ロボットでのはんだ付けに
も適する、高信頼性製品です。

MACROSは、機械的な曲げや
熱的ストレスでも、フラック
ス残渣は割れず、結露に起因
するエレクトロイオンマイグ
レーションの発生を抑えます。

また、良好な撥水性と基板と
の密着性が、高温高湿負荷試
験でも、同様なマイグレーショ
ンや腐食を抑えています。

ハロゲンフリー製品は、ピンクのスプールが目印です。

ハロゲンフリー製品には、業界基準を満足するCBFと、ハロゲン化物を一切含ま
ないZEROの2製品をそろえています。

CBF：塩素、臭素含有率が各々900ppm以下
ZERO：一切ハロゲン化物を含みません。

LEOは、２００℃でのはんだ
付けが可能で、弱耐熱基板や
部品の採用で、低価格化を実
現します。

SMICは、延性に劣り硬くて
脆いSn-Bi系合金を、独自の
加工技術や伸線技術を駆使し
て、やに入りはんだの製品化
に成功しました。

380℃ 8 秒後での焦げ付き評価

気泡残存の評価

450℃3 秒後の発煙評価

対象合金；M705

対象合金；L20/L27

焦げ付きと、気泡を徹底的に抑制したGAO-ST
さらに、煙や刺激臭の抑制を強化したGAO-LF
の２つのタイプを揃えています。

熱ストレス試験

曲げ試験

0.8sec 1.2sec 1.6sec

コテ先温度；350℃
線径；φ0.8ｍｍ

従来品

従来品 GAO-ST GAO-LF 従来品 GAO-ST

従来品 GAO-ST

GAO-LF

ZERO

CBF

推奨合金；M24MT/M24AP

推奨合金；M20/M35 推奨合金；M705

M705 M35 M20
低銀 無銀

LSC
従来品

個
数
（
個
）

25

20

15

10

5

0

フラックス飛散数の比較

LSC 低銀/無銀でもさらに低飛散を実現しました CBF ハロゲンフリーでも良好な濡れ性を
確保しました　

MACROS 軟残渣フラックスは結露リスクの
ある、車載用に最適です LEO 業界初の、200℃でのはんだ付けを

可能にしました

加工に成功したLEO

気泡

Reflow OvenECO SOLDER CORED
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次世代製品の開発に、目的や用途に応じて最適なソルダペーストをお選びください

ソルダペーストは、微粉末はんだ合金とフラックス成分を混錬した製品です

残渣フリータイプ

バンプ形成用途

POP 実装用途

ボイド低減 汎用タイプ

低銀・無銀用途

微細部品実装用途

低温実装用途

ダイボンド実装用途

チップ実装用途

フラックス残渣が接着剤

残渣フリータイプ

溶剤洗浄タイプ

水洗浄タイプ

汎用タイプ

急加熱対応タイプ

低温実装用途

フラックス残渣が接着剤

無洗浄

印刷

転写

印刷

吐出

洗浄

無洗浄

無洗浄

洗浄

無洗浄

全ての製品に、ハロゲンフリータイプをラインナップしています。

半導体実装用

SMT用

WDA

BPS

NXC400

NRB

NSV320

RGS800

LT142

NRB

JPP

NXC400

WSG36

NXD400

NXD300

NXD200

JPP

LS720V

GLV

NRB 非ロジン系フラックスで、残渣&洗浄フリー実装を実現します

BPS 良好な印刷性を有し、ボイドの少ない均一なバンプを形成します

NSV320 充分なはんだ量が転写でき、接合信頼性の高いPOP実装を実現します

半導体実装
残渣フリーソルダペースト

NRBシリーズ
パワーデバイスのダイボンド用に最適です

POP実装
転写用ソルダペースト

NSV320

リフロー後のフラックス残渣比較

NRB70はN²リフロー
でも無残渣を実現します

平均粒径４μｍ合金粉で、120μｍピッチバンプを形成 ボイドの少ないバンプを形成 従来品

微粉末でも良好な濡れ性を示し、ボイドの少ないバンプを形成

未溶融接合が無いPOP実装転写 搭載

充分なはんだ量で
はんだ付け

溶融

残渣なし

残渣あり

バンプ形成
微細印刷用ソルダペースト 
BPS

真空度の制御が可能な真空リフロー炉SVR-625GTで、低飛散の残渣＆ボイドフリーを実現

転写量の少ないペースト 転写量の多いNSV320

101.3

任意

任意

任意

（P1）

（P2）

（P3）

任意（T1）             任意（T2）   任意（T3）

T1 T2 T3

真
空

度
（
kP

a）

真空時間（t）

20000(Pa)  　　      10000(Pa)    　　      5000(Pa)

VAC無し    　　      30000(Pa)

一般印刷用ペースト NRB70

NRB60

半導体実装用ソルダペースト

推奨合金；M705

推奨合金；M705/M200

推奨合金；M705

Reflow OvenECO SOLDER PASTE
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フラックスの活性成分の改良で、酸化の激しいＢｉ合金のリフロー性を向上させ、
ボイドも低減しました。

RGS800とType6微粉末の採用で、微小パターン
でも充分なはんだ量を確保します。

M705-RGS800 Type6

0201部品の接合を可能に。

従来品

従来品

濡れ性の強化と、溶融時のフラックスの
流動性を向上させボイドを低減しました。

   

■ 粉末の微細化に伴い、フラックスも開発

 

微小狭ピッチ化

微粉末ほど表面積が増え、酸化量が増えますので、活性力の高い、リフローでの再酸化を抑制する
フラックスが必要となります。

Type4

Type4

Type5
Type6

Type5 Type6

価
格

 

 

安価  

M705

M40

M47

M773

1.0%Ag

3.0%Ag

0.3%Ag

0%Ag

温度上昇が困難な大型底面電極部品のボイド発生を抑制、BGA接合での
未溶融不良も激減しました。

240℃230℃

１７０℃で良好
な濡れ性を示す

はんだボール
の発生を抑制 ボイドの発生を抑制

LS720V

LT142

従来品

GLV

印刷量不足 印刷量不足 充分な印刷量

2000年 2010年 2015年 

1005型部品 0603型部品 0402型部品 0201型部品

2000年

2010年

2020年

SMT用ソルダペースト

RGS800 微粉末でも良好な濡れ性を有し、
0201部品の実装を可能にします

LS720V 低銀/無銀用フラックスで、
ボイドの発生を抑制します

GLV フラックスの改良で、低温度領域でも
ボイドの発生を激減させました

LT142 低融点合金用フラックスで、
省エネによるコストダウンを実現します

GRN360

GWS

S70G

GLV

RGS800
RGS800

推奨合金；M705 対象合金；M705/M794/M758

推奨合金；M40/M47/M773 対象合金；L20/L27

Φ20～38μm

Φ15～25μm

Φ5～15μm

ECO SOLDER PASTE

PPSは、はんだの微粉末をフィルム状のシートに張り付けた転写用はんだ材料です

転写用はんだシートPPS（Pre Coated Powder Sheet）

狭公差 はんだ粉末 

フィルム/接着剤 
PPS

リフロー
基板

剥がす

Cu Pillar

25μmピッチのバンプ形成 25μmピッチのランド

25μm

25μm

0201部品の実装も可能です
JPK フラックスで補強

■ Cuピラーへのバンプ形成で、メッキ工程を不要とし、次世代の半導体パッケージングをサポートします

■ 狭ピッチバンプの形成や、狭ピッチパターンの接合を可能とします

真球で均一な超微細粉末の製造を可能とする、独自の造粒法の開発が、PPSを誕生させました。

貼り合わせ /
プレス加熱

（はんだ転写）
シート剥離 リフロー用

フラックス塗布
リフロー /

フラックス洗浄

フィルム

はんだ粉末接着剤

基板

剥がす

ランド

25μｍピッチ

リフロー / フラックス洗浄シート剥離貼り合わせ / プレス加熱 搭載 接合 

Cu Pillar

Cu Pillar

JPKフラックス
（機械的接続）

          PPSはんだ　　　
（電気的接続）

Flux

PPS Bump 

Cuピラーへのバンプ形成 半導体パッケージング

基板

基板基板

ウエハー

ウエハー

0201部品

対象合金；M705/M794/M758
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棒はんだは、はんだ槽中で溶融させ挿入部品の実装や部品の端末処理に使います

信頼性重視

信頼性重視

高耐熱疲労性

価格重視

高温実装

低温実装

ピーク温度

汎用

219℃

223℃

224℃

229℃

228℃

229℃

～248℃

141℃

140℃

243℃

Sn-Ag系

Sn-Cu系

Sn-Sb系

Sn-Bi系

Sn-Ag-Cu-Sb 系

Sn-Cu-Ni系

Sn-Bi -Cu系

Sn-Cu-Ag 系

Sn-Bi-Cu 系

Sn-Ag-Cu系

Ag

Sb

Sn BiCu

共晶組成

共晶組成

3％Ag 汎用仕様

1％Ag 低銀仕様

海外標準仕様

0.3％Ag 低銀仕様

高耐熱疲労仕様

共晶組成

0％Ag ドロス抑制仕様

銅食われ対策端末処理用途

0％Ag 無銀汎用仕様

0.5％Ag端末処理用途

高融点仕様

共晶組成

Sn-Bi系では、良好な落下衝撃性

M30

M31

M705

M710/M714 / M715

M34/M771

M35

M731

M20

M24MT/M24AP

M760HT

M773/M805

M709/M711

M10/M14

L20

L27

Ｓｎ-Ａｇ系はんだ

■ リン+ゲルマニウムを複合添加するMTシリーズ＆APシリーズは、ドロスの発生を徹底的に抑えます

■ ALS A151とA091は、ガルバニック腐食を抑制したアルミニウム接合専用はんだ材料です

Sn-Cu-Ni Sn-Cu-Ni-P-Ge

Ｓｎ-Ａｇ系はんだの場合、25hr で腐食剥離発生 Al の微量添加で再酸化を抑制、ドロスの発生を５０％以上削減しました

従来品 ALS A151Sn-Ag系はんだ ALS A151

サラサラなドロス

はんだを巻き込んだ塊状ドロス

M24AP

　Sn-Cu-Ni

Alの微量添加で、Al食われを抑制Sn-Zn-Al系でガルバニック腐食を抑制

3％食塩水　浸漬時間（hr）

接
合

強
度（

N
）

0

50

100

150

200

250

300

350

400

0 5 10 15 20 25

腐食試験

Sn-Ag系はんだ

ALS  A151

ALS  A091

ワイヤー径（ｍｍ)

断
線

ま
で

の
時

間（
se

c）

0

10

20

30

40

50

60

70

0.2 0.25 0.3 0.35 0.4

400℃溶融はんだの中にDip

従来品

ALS  A151

ドロスの発生を抑制した材料

Sn-Zn-Al系 アルミ接合用はんだ材料

製品を “１” 生産する場合、従来の材料は “2.95”必要ですが、MT/APシリーズの材料は“1.59”で生産可能です。

軽量で低価格なアルミニウムは、スズとの電位差が大きくガルバニック腐食を生じ易く接合不良を招きますが、電位差の小さな亜鉛の使用で
ガルバニック腐食を抑制しました。

従来品　Sn-Cu-Ni M24AP　Sn-Cu-Ni-P-Ge

材料投入

はんだ付け

製  品

Input Output

（廃棄物）
ド ロ ス

材料投入

はんだ付け

製  品

Input Output

ド ロ ス
（廃棄物）

2.95

1.95

1 1

1.59
0.59

46%の材料削減

ドロスの抑制で使用量を46％削減し、コストダウンを図ります。

ドロス発生
約50% 　Down 

Sn酸化物 Sn酸化物

はんだ成分
はんだ成分

Ni,Cu系化合物成分
（シャーベット状）

酸化物 

巻き込み
はんだ  

Sn酸化物発生量
低減元素の添加 

Reflow OvenECO SOLDER BAR & WIRE
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各種合金や構造材料を成形加工し、希望の形状ではんだ付けが行えます

プリフォームは、はんだ合金を様々な形状に加工することで、効果的なはんだ付けを実現します

Standard Surface Condition

HQ

S

表面処理仕様

High-Quality Surface Condition

単層 
Single Layer 

単層Niボール入
Ni Ball Contained

単層フラックス・コアド 
Flux Cored

積層
Multi Layer

 
単層フラックス・コート
Flux Coated

 
はんだコート
Solder Coated Metal

プリフォームの基本タイプで、高い
寸法精度を有しており、はんだ付け
の安定性を約束します。

プリフォーム内部に、Niボールを含
有させ、スタンドオフの確保ではん
だの傾斜を抑制します。

プリフォーム内部にフラックスを内
包させ、フラックス塗布工程の削減
と濡れ性の向上を実現します。

プリフォーム表面にフラックスを塗
布、粘着力が固定化工程を不要とし
高効率生産を実現します。

金属表面にはんだ層を形成、良好な
密着性と空隙のない構造で、信頼性
の高い加工品を提供します。

物性の異なるはんだを圧延クラッド
加工、融点の異なるはんだの場合、
温度別二段階接合を可能とします。

フラックス塗布や還元雰囲気での実装に適します。
すべての構造品にラインナップしています。

特殊加工で、表面の酸化膜を僅少化させ、フラックスフリー実装や
還元および不活性雰囲気実装を可能にします。

主な加工形状

汎用品

フラックスフリー

基板 基板 基板 

遮断ヒューズなど、
2段階で溶融や接合が可能なプリフォーム

リフロー 過電流
（加熱） 

溶融はんだめっき はんだ付け

はんだA

母材

搭載 加熱 接合

はんだ層（片面・両面仕様）

はんだ層
（各種はんだ材料）

母材（鉄やアルミニウムなど）

合金A 
（遮断ヒューズ用合金） 

合金B 
（基板実装用合金） 

はんだ量が
不足する部品

プリフォーム
ソルダペースト

挿入部品

プリフォーム
レーザー

基板

充分なはんだ量 不充分なはんだ量

プリフォームを使用しない場合

はんだB

スタンドオフの
確保

接合材料

電極

HQ仕様プリフォーム

HQ仕様プリフォーム 洗浄不要で低ボイド実装が可能
基板

ダイ

プリフォーム搭載

加熱

ダイ搭載 加熱・接合

応用1 単層やNiボール入りプリフォームを使用したダイボンディングは、ボイドの発生を抑制し放熱効果の高い
実装を実現します。HQ仕様品を使用すれば、フラックスが不要で無洗浄でもクリーンな実装が可能です。

応用2 単層やフラックスコート材をチップ状に加工、テーピング仕様ではんだ量が不足するパッドに自動搭載して
増量補充し強度を補強。独自のチップ平面加工技術が、搭載精度を向上させています。

応用3 リング状のプリフォームを、基板TH部を貫通させた挿入部品の端子に挿入し、レーザーなどで局所加熱
すると、基板や部品に熱ダメージを与えずはんだ付けが行えます。

応用4 溶融温度の異なる合金をバイメタル構造に積層し、融点の低いはんだで基板に接合し、実装温度で溶融
しなかったはんだを過電流検出回路の一部にすると、異常時にはんだが溶け回路を遮断できます。

応用5 はんだ付けが困難な母材や、はんだ付け温度では溶融しない母材表面に、はんだを溶融コートした
はんだコート材は、アルミへの接合やスタンドオフを必要とする用途、気密封止用ケースに最適です。

高融点材料
（回路の一部） 低融点材料

（はんだ付け） 

高融点材料が溶け、
電気を遮断

積層型プリフォーム 

搭載 

応用例

Reflow OvenECO SOLDER PREFORM
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ソルダボールは、寸法や公差が保証されている真球度の高いボールです

ＬＡＳソルダボールは、製品を『ソフトエラー』から守ります

はんだ材料や半導体材料から放出される微量なα線や宇宙線
によって、メモリー中のデータが書き換えられる『ソフトエラー』
が発生します。特にフリップチップパッケージ等は、ソフトエラー
に高感度・敏感であり、はんだ材料など実装用電子材料の低α
化が要求されています。ＬＡＳソルダボールは、これらの要求を
満足させる材料です。

■　標準仕様品
　　球径及び公差   　；5 0～１１０μｍ±３μｍ
　　アルファカウント；０.０0２ｃｐｈ/ｃｍ2 未満
　　組成　　　　 　； Ｍ７０５　M200

■　特殊仕様品
　　各種対応いたします。
　　別途、お問い合わせください。

各種組成の各種球径をラインナップし、最先端の半導体実装をサポートします

Sn-Ag-Cu系

Sn-Ag系

Sn-Cu 系

Sn-Sb 系

Sn-Bi系

Sn-Ag-Ni 系

Sn-Ag-Cu-Bi-Sb 系

Sn-Bi-Cu 系

Sn-Ag-Cu-Ni 系

Sn-Ag-Bi-Cu 系

信頼性重視

高信頼性仕様群

汎用

価格重視

高温実装

低温実装

共晶組成

共晶組成

3％Ag 汎用仕様

海外標準仕様

1％Ag 低銀仕様

0.3％Ag 低銀仕様

高耐熱疲労仕様

耐熱疲労と耐落下衝撃性を両立仕様

接合界面反応制御仕様

車載用途に最適な高耐熱疲労仕様

無銀で柔らかな汎用合金

高融点仕様

共晶組成

耐落下衝撃仕様

φ760～φ20μｍの狭公差ソルダボールをラインナップしています。

M30

M31

M705

M710/M714/M715

M34/M771

M35

M60

M770

M758

M794

M200

M10/M14

L20

L27

M758

SAC305
SAC405

Ni,x微量添加の効果で、熱応力負荷後も化合物の
ネットワークを維持し、バルク強度を確保している。

M758は、Cuメッキを施すPKGに良好な濡れ性
を有する。

M758は、Bi添加による固溶強化で従来品のSAC305やSAC405と比較し、耐熱疲労特性に優れて
いる。また、耐落下衝撃性では同等以上の結果を有する。

Agの含有率を少なくすることで、バルクを柔らかくして応力を緩和、
Niとxを添加することで、熱応力負荷後もバルク強度を維持する金属間化合物ネットワークを消失することなく、
接合界面の改質で破壊モードを改善し、各種表面処理でも良好な耐熱疲労特性を有する製品としました。

Sn-Ag-Cu系の析出強化に加え、Biを添加して固溶強化を図りバルク強度を高めると同時に、Niの微量添加で接合界面の反
応を制御し強固な接合強度を得たことで、熱膨張係数差による応力の大きなウエハーへのバンプ形成に最適な製品としまし
た。また、Cuめっきを施すPKGに良好な濡れ性を有します。

Ag量を増加させると、はんだ中の化合物 (Ag₃Sn) 析出量が増加し、硬く機械的強度が大きくなります。減少させればその
逆となる特性を利用して、Ag量の最適化と微量添加物を検討し、耐熱疲労効果と耐落下衝撃効果の両立を図りました。

Sn-2.3Ag-Ni-x

Sn-3Ag-3Bi-0.8Cu-Ni

Sn-2Ag-Cu-Ni

99.9

10

1
1000 10000

累
積
故
障
率（
％
）

耐熱疲労特性（電解Ni/Auめっき基板）

M60

M61

M770

M705

初期

試験後

-40/30min⇔125℃/30min,4000サイクル後

化合物消失 化合物

化合物 化合物

化合物消失 化合物

化合物 化合物

 

累
積
故
障
率（
％
）

濡
れ
広
が
り（
m
m
）

10                                      100                                      1,000

99.9

10

1

Drop

落下回数（回）

1.3

1.2

1.1

1

0.9

0.8
SAC305 SAC405 M758

濡れ広がり結果　
99.9

10

1
100                                  1,000                                  10,000

サイクル数（cyc.）

TCT

99.9

10

1
1 10 100 1000

累
積
故
障
率（
％
）

落下回数（回）

耐落下衝撃特性（Cu-OSP基板）

M60 M61M770M705

99.9

10

1
1000 10000

累
積
故
障
率（
％
）

サイクル数（cyc.）

耐熱疲労特性（Cu-OSP基板）

M60

M61

M770

M705

99.9

10

1
1000 10000

累
積
故
障
率（
％
）

耐熱疲労特性（Cu-OSP基板）

M60

M61

M770

M705

硬い・高強度柔軟・高強度 M705M770

2%Ag 3%Ag

M705

M770

M705 M60

共晶相（Ag3Sn Cu6Sn5化合物） Sn相

Ag濃度 高

強度
硬度

低

M60 耐熱疲労性重視の用途には、軟材料化ではんだバルクの応力を緩衝したM60が最適です

M758 ウエハーへのバンプ形成には、接合界面を改質したM758が最適です

M770 基板へのバンプ形成には、耐熱疲労性と耐落下衝撃性を両立したM7７０が最適です

ウエハーでの耐熱疲労特性 ウエハーでの耐落下衝撃特性

サイクル数（cyc.） サイクル数（cyc.）

累
積
故
障
率（
％
）

M758

SAC305

SAC405

Reflow OvenECO SOLDER BALL
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プリント基板用フラックス

用途や目的に応じて、はんだ付けに効果的な製品をお選びください

ポストフラックスは、ロジンなど樹脂と活性剤や溶剤を混合した液体です

■ フラックスの役割

① 表面洗浄作用 ② 再酸化防止 ③ 濡れの促進

POST FLUX

・ESシリーズ　　  良好な濡れ広がりなど、高作業性を約束
・PO-Zシリーズ　 ハロゲンフリーでも、良好な濡れ広がりを約束
・ES-Zシリーズ　 ハロゲンフリー化と、無洗浄化を実現

・ESRシリーズ　 高絶縁特性を有する、高信頼性フラックス
・EZRシリーズ　 低残渣フラックスは、基板表面を綺麗に仕上げる
・WFシリーズ 　 水で洗浄が可能な、地球にやさしいフラックス

半導体用フラックス

ポストフラックス プリント基板用

フラックス 部品用

端末処理用

金属表面の酸化物を遊離させる 空気との間に薄い膜を作って、
はんだと母材表面を保護

表面張力を低下させ、毛細管現象に
よる濡れ広がりを促進

酸化物 熱・O2

はんだ

母 材 母 材 母 材

低下 はんだフラックス フラックス フラックス

高作業性樹脂系 ロジン 活性タイプ 無洗浄／
溶剤洗浄 ESシリーズ

ハロゲンフリー無洗浄 ES-Zシリーズ

高信頼性無洗浄／
溶剤洗浄弱活性タイプ ESRシリーズ

低残渣型無洗浄ロジン
有機酸系 EZRシリーズ

水溶性
有機酸系 水洗浄溶剤ベース WFシリーズ

部品用フラックス

端末処理用フラックス

ハロゲンフリー

ハロゲンフリー

ハロゲンフリー

ハロゲンフリー

ハロゲンフリー

ハロゲンフリー

銅板腐食試験結果

初期

腐食なし

40℃95％RH96Ｈｒ

腐食なし

銅板腐食試験結果

初期

1.E+08

1.E+09

1.E+10

1.E+11

1.E+12

1.E+13

1.E+14

1.E+15

0 24 96 168 500 1000

Surface Insulation Resistance

Control
ES-Z-15

SI
R 

(Ω
)

Time(hr)

絶縁特性試験結果

1.E+08

1.E+09

1.E+10

1.E+11

1.E+12

1.E+13

1.E+14

1.E+15

0 24 96 168 500 1000

Surface Insulation Resistance

Control
ES-0307LS

SI
R 

(Ω
)

Time(hr)

絶縁特性試験結果

Test Method：JIS Z 3197（2012) ８５℃/８５％RH/50V Test Method：JIS Z 3197（2012) ８５℃/８５％RH/50V

40℃95％RH96hr

ESシリーズ
低銀系はんだに適し、良好なはんだ濡れ性がブリッジの低減を図ります。
Sn-Cu系はんだなどのつや消し性にも優れ、外観検査が容易で正確です。
フラックス残渣は、信頼性が高く無洗浄化に適しています。

ES-Zシリーズ
ハロゲンフリータイプのロジン系フラックスで、はんだ付け後の残渣の信頼
性が優れており、無洗浄での使用に適しています。塩素、臭素の意図的添加
はせず、塩素(Cl)及び臭素(Br)含有量は900ppm以下です。

無洗浄／
溶剤洗浄樹脂系

水溶性
無機酸系

水溶性
有機酸系

ロジン 活性タイプ

無洗浄

無洗浄

弱活性タイプ

水洗浄

水洗浄

水ベース

ハロゲンフリー

水溶性
有機酸系 無洗浄溶剤ベース

無洗浄／
溶剤洗浄

ロジン
有機酸系 弱活性タイプ 無洗浄／

溶剤洗浄

水洗浄

TY-8

SR-104SD-HF

ES-Zシリーズ

ESRシリーズ

No.48M

Sシリーズ

ZRシリーズ

WF-1031

WF-70/ WF-55

T-1

T-5

WF-27

POST FLUX
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❶ 基板への接続用

転写

半導体用フラックスは、ロジンなど樹脂と活性剤や溶剤を混合した液状のフラックスです
FLUX for SEMI-CONDUCTORS

バンプの形状補正用3

ウエハーへの接合用2

基板への接合用1
半導体用
フラックス

 

3 バンプの形状補正用

SPK-3400
低揮発型 / 水洗浄

1 基板への接続用
（BGA実装）
WF-6317
JPK9
901K5

1 基板への接続用
（ボール実装）

WF-6317
JPK9
901K5

2 ウエハーへの接続用

MB-T100

WF-6317P
ロジン系 / 溶剤洗浄

水溶性 / 水洗浄

1 基板への接続用（CSP実装）

WF-6317 低揮発型 / 水洗浄

低揮発型 / 無洗浄（強度補強）

超低残渣型 / 無洗浄

JPK9
901K5

ハロゲンフリー

ハロゲンフリー

無残渣型

リフロー仕様

熱圧着仕様

低揮発熱硬化型

低揮発型

低揮発型

印刷

転写

転写

溶剤洗浄

無洗浄

無洗浄

ロジン系

非ロジン系

超低残渣型

ボール実装

ＣＳＰ実装

ＢＧＡ実装

❶ 基板への接続用

ボール CSP BGA

GTN-68P

GTN-68

GTN-68P（HF）

GTN-68（HF）

NRF-S08

901K5

NRF-S13

JPK9

WF-6317P

WF-6317

印刷

転写

水洗浄 印刷

用途や目的に応じて、はんだ付けに効果的な製品をお選びください

PCB

基板

ウエハー ウエハー

❷ ウエハーへの接続用

❸ バンプの形状補正用

活性、耐熱性に優れハロゲンフリー品もラインナップ、準水系洗浄液での洗浄が可能です。

水洗浄でもフラックス残渣を除去、４０℃の温水洗浄で残渣ゼロを実現します。

 

凹み出現 

凹み無し

 

フラックス印刷 

   

ボール搭載 リフロー 
ボール溶融 

 フラックス除去
ボール再凝固 

搭載 
フラックス印刷 

ウエハー ウエハー ウエハー ウエハー 
ウエハー 

高温リフロー後も水洗浄に優れた、ハロゲンフリーフラックスです。

バンプ接合 
ウエハー 

ＳＰＫ-３４００塗布 フュージング 洗浄後 

はんだ 
フラックス（ＳＰＫ-３４００） 

フラックス残渣（低揮発型） 

ウエハー ウエハー ウエハー 

 

低揮発性フラックスの採用で、リフロー炉の汚染を抑えます。

印刷溶剤洗浄ロジン系

印刷水洗浄非ロジン系

ハロゲンフリー

スピンコート溶剤洗浄ロジン系

スピンコート水洗浄非ロジン系

リフロー 水洗浄スプレー塗布(スピンコート塗布） 

Flux

ソルダボール

Flux Flux 転写 ボール搭載 ボール溶融・接合

吸着ヘッド
吸着ヘッド 吸着ヘッド

パッケージ パッケージ パッケージ

吸着ヘッド
吸着ヘッド吸着ヘッド

従来品 MB-T100

低揮発型

低揮発型

7200A

MB-T100

MB-T100（HF）

WF-6317P

SPK-3400

WF-6317 低揮発フラックスWF-6317は、高活性力型で高耐熱を有する水溶性フラックスです

MB-T100 超高活性MB-T100は、ボールを再凝固しても凹みの無い球形を再現します

SPK-3400 SPK-3400は、均一な球状バンプを形成、水洗浄でフラックス残渣を容易に除去

凹み

Reflow OvenFLUX for SEMI-CONDUCTORS
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千住金属工業は、各種ソリューションでお客様のご要望にお応えしますSMIC SOLUTION

極微小部品実装
●0201部品対応  M705-RGS800 Type6

中温基板実装
●接合補強用  M705-JPP
●未融合対応  M705-RGS800
●微小部品対応  M705-RGS800 Type6

半導体パッケージ
●アウター用ソルダボール  M770　
●バンプ用ソルダペースト  BPS シリーズ

●転写用ソルダペースト  NSV320ZH
●超高活性フラックス  MB-T100
●超低残渣フラックス  901K5
●転写用フラックス  デルタラックス  GTN-68
●狭ピッチ対応転写用はんだシート  PPS

低温シールドケース実装
●低温Sn-Bi系はんだ  L20 ／L27
●1005型  チップソルダー
●はんだ溶融  コートケース
●低温接続補強用  L20-JPP

フレキ基板実装
●水溶性ソルダペースト
   WSG36 シリーズ

TH 部はんだ補充
●ソルダプリフォーム

VCM（カメラモジュール）
●残渣割れしないやに入りはんだ  FORTE

●バッテリー回路の安全・安心  ソルダクラッド

遮断ヒューズ

部品端子メッキ
●メッキ用電極  ピュアロイアノード
●バレルめっき用メディア
  ソルダーショット

狭ピッチコネクター
実装
●Φ0.1ｍｍやに入りはんだ  EFC

イヤホーン
●高音質はんだ合金

●溶剤洗浄 Type5 ソルダペースト
   M10-PHW
●補充用ソルダプリフォーム
   0402型チップソルダー
●ハロゲンフリー極細線やに入りはんだ
   CBF

受動部品実装

●耐熱疲労と耐落下衝撃性を両立
  ソルダボール M770
●高耐熱疲労ソルダボール　M60　M758
●形状保持力の高い　銅核ボール
●POP 用ソルダペースト　NSV320 シリーズ

●接合補強用ソルダペースト　JPP
●低揮発水溶性フラックス　WF-6317

パッケージング

●接合とスペース確保を両立する　銅核ボール
●再加熱しても固着を維持する　RAM シリーズ

部品内蔵実装

●φ100μm 以下　ソルダボール／ LASボール
   M705／M200
●φ100μm 以下　銅核ボール／銅ボール
●転写用はんだシート　PPS
●微小バンプ形成用ソルダペースト　M200-BPS
●ボール形成用フラックス　MB-T100

バンプ形成

●POP 用ソルダペースト／フラックス
  NSV320／GTN-68
●超低残渣フラックス　901K5
●水溶性フラックス
   WF-6317
●残渣フリーフラックス　
   NRF-S08
●銅ピラー用接合材料　PPS

ボールアタッチ（ボール接続）

●ボイド対策無洗浄ソルダペースト　GLV シリーズ

●無洗浄 Type5 ソルダペースト　M705-RGS800

半導体実装

銅核ボール

●半導体実装用 N2 リフロー炉　SNR-1346MB
●塵のでないリフロー炉　CX-430
●溶融はんだでバンプを形成　IMS

製造装置

半導体ソリューション

高密度実装ソリューション

ソーラーパネル
●アルミ専用線はんだ  ALS シリーズ

エンジン
コントロールユニット
●高信頼ソルダペーストとボール  
  M53／ M794 ／M758 ／M731
●Ni ボール入りプリフォーム  HQ
●耐熱性と耐落下衝撃性を両立  M770
●軟残渣やに入りはんだ  MACROS
●無洗浄 /残渣＆ボイドフリー  NRB シリーズ

●Niボール入りソルダペースト RAM シリーズ

●Cu-OSP 基板でもボイドを激減
  GLV シリーズ

●残渣割れ対策ペースト G3000

バッテリー
●バッテリー用電極  Pb箔

ポンプ
●良好な濡れ性を有するやに入りはんだ  GAO

各種センサー＆電装機器
●残渣が割れないやに入りはんだ  MACROS
●ウィスカ防止用フラックス  ES-100SA
●TH部のはんだ補給  ソルダプリフォーム
●挿入部品のはんだ補給  ソルダプリフォーム
●SMT の補強用ソルダペースト  JPP シリーズ

●フラックス残渣が水滴を遮断  ソルダペースト AWR シリーズ

パワステ＆ABS
●残渣フリーソルダペースト  NRB シリーズ

●洗浄用ソルダペースト  WDA シリーズ

●溶剤洗浄用ソルダペースト  NXC400ZH

すべり軸受
●鉛フリー  クリーンメタル

モータ
●良好な濡れ性を有するやに入りはんだ  GAOシリーズ

製造装置
●ボイドフリーを実現する真空リフロー炉  SVR-625GTC
●TH部への局所フローソルダリング装置 ソルゼウス MPF シリーズ

●超高温仕様のリフロー炉 SNR-615H

熱線入りリアウインドー
●ガラス専用線はんだ  GLS シリーズ

●低温域で実装が可能な
 低融点鉛フリー合金  L20/L27　

●低温域で実装が可能な
 低融点ソルダペースト  LT142 シリーズ　

●低温域で実装が可能な
 低融点やに入りはんだ  LEO シリーズ　

●独自の断熱構造で実現した
 リフロー炉  SNR-GT シリーズ

●冷蔵庫が不要な
 常温保存ペースト  S70GR
●局所加熱で省エネを実現する
 ソルダプリフォーム

●良好な濡れ性で作業時間を短縮する
 やに入りはんだ  GAO シリーズ

●レーザー実装で省エネを可能とする
 やに入りはんだ  MACROS シリーズ

●機器の軽量化に貢献する
 アルミ接合用はんだ  ALS シリーズ

●廃棄物（ドロス）の発生を抑制する　
 フロー用はんだ  MT/AP シリーズ

●希少金属の使用量削減 / 不使用の
 低銀 / 無銀仕様はんだ合金群

●製造現場でドロスからはんだを回収する
 回収装置  SDS-5N
●こて先の消耗を低減する
 耐摩耗性合金  M86
●超微小部品実装で使用量を削減する
 微小ソルダボール群

●超微小部品実装で使用量を削減する
 Type6,7,8 ソルダペースト群

●水道管の寿命を長くする
 Sn-Zn系溶射用合金

●はんだ材料の回収システムで再資源化

●SMIC が世界をリードした
 鉛フリー製品群

●水洗浄で VOC 対策を可能とする
 ソルダペースト  WSG シリーズ

●ヒュームや刺激臭を抑制し、作業環境を良好にした
 やに入りはんだ  GAO シリーズ

●無洗浄で VOC 対策を可能とする
 無残渣ソルダペースト  NRB シリーズ

●フラックス残渣が接着剤、無洗浄で VOC 対策を可能とする
 ソルダペースト  JPP シリーズ

●フラックス残渣が接着剤、無洗浄で VOC 対策を可能とする
 フラックス  JPK9
●ダイオキシンの発生を防止する
 ハロゲンフリー製品群

●全ての製品が新化学物質管理規制遵守
 REACH 規則を遵守

●洗浄溶剤の不使用を可能とする
 水溶性フラックス製品群

資源有効利用 省エネ（気候変動） 化学物質管理

車載ソリューション

環境ソリューション

環境配慮製品群

SMIC SOLUTION
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低価格を実現する低銀/無銀はんだ合金を開発しました低銀/無銀化技術

 短時間低温実装は、低価格な弱耐熱部品や材料の採用を可能とします短時間低温実装技術

2000年 2010年 2020年

M40 

M35 
M86 

M20
M24AP

M773
M805

M773

M47 

ペーストやに入り＆棒

価格  

安価  

1.0%Ag

0.3%Ag

0.3%Ag

0%Ag

0%Ag

低銀 / 無銀化に伴う材料強度の低下を、固溶強化と析出強化の併用技術で解決し、実用化しました。　

鉛フリー化で上昇した実装温度を、従来のSn-Pbはんだよりも低温にした省エネに貢献する環境配慮型製品で、コストダウンを実現します。
また、接合補強用JPPシリーズで、接合強度と落下衝撃性が向上します。

良好な接合を可能としたL20の接合断面
99.9

10

1

Drop Number
100101

Sn-Bi系はんだによる低温短時間実装で、50％以上の省エネを実現 耐熱疲労特性に優れるSn-Bi系低温鉛フリーはんだ

※落下衝撃試験
耐落下衝撃性に優れたL27
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※温度サイクル試験結果 2012R chip  -40℃/30min⇔+85℃/30min
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チップ抵抗器での低銀／無銀材料評価 
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M773
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Sn-Bi系材料

Sn-Ag-Cu系材料
  L20L27

M705
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1％Ag

3％Ag

1％Ag

0.3％Ag

固溶強化
の効果

M705

SAC0307

SAC107

M40

L27
L20

千住金属工業は、特長ある製品で、お客様のご要望にお応えします

SMIC の技術 耐熱疲労性合金 新しい３つの技術で、最先端の耐熱疲労性はんだ合金を開発しました

はんだ付けの概念を変えた技術が、接合強度向上や落下衝撃を緩和しました　

【析出強化と固溶強化の併用化技術】　 【Sn粒子の粗大化抑制技術】　

【接合界面反応制御技術】

-40℃/30min⇔130℃/30min

Ｎｉの添加は、脆い接合界面の拡散層を改善し、接合界面強度を確保
Ｍ731Ｍ53 Ｍ758 Ｍ794

 

異種合金原子を粒界に介在させてＳｎ組織粗大化
抑制し、強度低下防止及びクラックを抑制

Ni/ｘの複合添加で、初期及びTCT後もSnの結晶粒粗大化は抑制されています

SAC305

SAC305

耐熱疲労性合金

M794
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M794

M758

M731

M53

SAC305

サイクル数（cyc.） 

接
合

強
度（

N
）

-40℃/30min.　⇔　+125℃/30min.

JPKシリーズフラックスで、はんだバンプの接合補強

JPPシリーズのフラックスで、チップ部品の接合補強とSn-Bi系低融点はんだの耐落下衝撃性の向上に最適です

ＪＰＫ８残渣 

熱硬化性樹脂の残渣で接合補強 JPKによる接合フラックス転写 搭載 

吸着板 
ＪＰＫ８ ソルダボール 

Chip JP-Paste 
Land 

PCB 

Flux 

JP-Pasteを印刷後、チップを搭載する。 毛細管現象により、チップ下面へ
フラックスが流れる。

チップと基板の間に、フラックスが
行き渡り硬化。接合強度が向上する。
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SAC305 ロジン型L20-JPPL20ロジン型

L20-JPPは、SAC305よりも良好な耐熱疲労特性を得る L20-JPPは、ロジン系の約5倍の落下衝撃性を得る

ソルダぺーストによる接合 JPPシリーズぺーストによる接合
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フラックス残渣が接着剤

耐熱疲労試験 耐熱疲労試験 落下衝撃試験

リフロー 
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3216R -40℃/30min⇔130℃/30min1005R

 

 

L20-JPP
L20-JPP

SAC305
SAC305

L20

L20

L20-JPP

SAC305

L20

原子レベルまで拡大 

溶質金属の固溶状態 固溶していない状態 

Snへの固溶（Sb/Bi/In/etc..）による強度改善

固溶原子（溶質原子）
Sn原子

固溶原子は原子レベルで
分散。
均質に並ぶ状態と比較し、
異質な原子が入り込んだ
場合は、抵抗が生じるた
め変形抑制。

析出強化 

Sn 
Sn 

Sn 
Sn 

ミクロン
レベルまで
拡大 

金属間化合物（Cu6Sn5、Ag3Sn等）による強度改善

Sn相
金属間化合物（析出）

化合物が粒界に介在
することでピンニング
効果を発揮し、変形を
抑制。

固溶強化 

3000cyc. 3000cyc.初期 初期

SMICの技術
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高温はんだ代替ペースト 複合化技術が、再リフローしても形状を保持して、階層実装を可能にしました

はんだ付けプロセス中に、はんだ粉(Sn)と金属フィラーが反応し、スズとフィラーの化合物がネットワークを形成することで部分的に
高温接続部を得ます。実装プロファイルは、通常のSnAgCu系はんだと同様のプロファイルが適用可能です。
270℃以上の再加熱でもはんだ部は再溶融しますが、高温接続部の化合物層が形状を保持し、部品の脱落を防止します。

再リフローでの部品接合強度の比較 250℃での部品保持性

Ｍ７０５はチップが落下、ＲＡＭは270℃でも落下しません。 ＲＡＭ

Ｍ７０５

RAM

Ｍ７０５

リフロー前 リフロー後 リフロー後断面写真

240℃ 254℃ 270℃

PKG

PCBPCB

PKG

PCB

PKG

ソルダボール

Cu核ボール

耐エレクトロマイグレー
ションに優れる

適切な空間を確保

傾斜

ショート

PCB

PKG

Cuは熱伝導性が良好

PCB

PKG

PCB

PKG

エレクトロ
マイグレーションの抑制 空間の確保 放熱性

はんだメッキ

Cuメッキ

Cuピラー実装 Cu核ボール実装

Cu核ボール

Niめっき層

はんだめっき層
Cu核ボール（スペーサー）

Ｍ90（Ｓｎ-3Ａｇ-0.5Ｃｕめっき）銅核ボールの外観と接合断面写真

M９０は、NiめっきのNiが接合界面の改質を図り、落下衝撃性を
向上させます。

断面写真

はんだめっき

Niめっき

銅ボール

銅ボール

● 特長

自重で落下

銅核ボールの使用例（３次元実装）

銅核ボールの使用例（Cuピラー代替）

銅核ボール 高度なめっき技術が、３次元実装の空間確保を容易にしました

保
持
力

銅ボール

SMICの技術

紛争鉱物フリー 環境破壊やテロ及び人権侵害行為に加担する意思のないことを宣言しました

Niボール入りはんだ 卓越したNi造粒技術、独自のNi封入技術、特殊表面加工技術で実現しました

全ての調達先製錬所を監査で確認、
千住金属工業は「紛争鉱物フリー製品」をお届けしています。

● 高い放熱効果

監査で確認 

紛争鉱物フリー製品

紛争鉱物フリー材料

業界唯一、EICCに加盟しCFSI会員として『紛争フリー』を宣言しました

CFSI会員として、全ての調
達先製錬所に対して紛争鉱
物不使用製錬所プログラム
への参加を要請しています。

※EICC（Electronic Industry Citizenship Coalition：電子業界行動規範）。電子業界のCSRアライアンス。
※CFSI（Conflict-Free Sourcing Initiative）。紛争鉱物問題に取り組む組織。

調達先

SMIC

お客様

SMIC製品は、すべて紛争鉱物フリーです。

ソルダプリフォーム Niボール入りソルダプリフォーム

A B

プリフォームやソルダペーストに含有するNiボールの良好な粒度分布が、水平で一定な厚みを保証し放熱効果を最大限に発揮します。

球形で均一な独自製法のNi ボールが、ボイドの抑制と水平実装を実現します

Niとの反応層の形成がボイドの発生を抑制し、どの場所も、ほぼ同じ厚さを示します。

水平なダイボンド実装は、信頼性の高いワイヤーボンディングを実現します。

どの場所も、ほぼ同じ厚さを示しています。

クラックの空気層が、熱伝導性を阻害し放熱効果を低下させる

はんだが薄いことによる
クラック傾斜が起因となる

クラック
プリフォーム

ベアチップ

良好な放熱性 Niボール

Ni ボール入りプリフォーム　

Ni ボール　

はんだ　

ワイヤー　 

ベアチップ　

 

一般品SMIC製

は
ん
だ
厚
(μ
m
)

160
140
120
100

80
60
40
20

0

は
ん
だ
厚
(μ
m
)

160
140
120
100

80
60
40
20

0

A B

半導体 半導体

Niボール

a a a

Niボール
Niボール

はんだはんだはんだ

A B A B

SMICの技術
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M705 

M30 

M31 

M714 

M715 

M710 

M34 

M771 

M35 

M20 

M24MT 

M24AP 

M40 

M47 

M805 

M773 

M53 

M794 

M731 

M716 

M10 

M14 

M709 

M760HT 

M711 

M60 

M770 

M758 

M84 

M85 

M86 

L20 

ピーク温度；DSC曲線での最大吸熱量点の温度
上記の製品形態で特殊な製品寸法や製品グレードの場合、合金組成によっては製品としてご用意できない場合があります。
上記に記載されていない合金組成については、弊社営業担当またはホームページ（web@senju.com）でお問い合わせ下さい。

Sn-58Bi 139 141 141

L27 Sn-40Bi-Cu-Ni 139 140 174

合成組成（wt%)
溶融温度（℃）

固相線 液相線 BAR CORE BALL PASTE PREFORMピーク温度

製品形態

L-series　ピーク温度　200℃未満

M-series　ピーク温度　200℃～250℃

鉛フリー不純物標準規格（単位：質量％）

● ● ● ● ●
● ● ● ● ●
● ● ● ● ●
● ● ● ● ●
● ● ● ● ●
● ● ● ● ●
● ● ● ● ●
● ● ● ● ●
● ● ● ● ●
● ● ● ● ●
● ● 　 　 ●
● ● 　 　 ●
　 ● 　 ● 　
　 ● 　 ● 　
● ● 　 ● 　
● ● 　  　
　  　 ● ●
　   ● ●
● ● 　 ● ●
　 ● 　 ● 　
● ● ● ● ●
● ● ● ● ●
● 　
● 　　
● 　
　　  ● 　
　 　 ● 　
　 ● ● ● ●
　 ● 　　　
　 ● 　　　
　 ● 　　

● ● ● ● ●
● ● ● ● ●

ECOSOLDER

Sn-3.0Ag-0.5Cu

Sn-3.5Ag

Sn-3.5Ag-0.75Cu

Sn-3.8Ag-0.7Cu

Sn-3.9Ag-0.6Cu

Sn-4.0Ag-0.5Cu

Sn-1.0Ag-0.5Cu

Sn-1.0Ag-0.7Cu

Sn-0.3Ag-0.7Cu

Sn-0.75Cu

Sn-0.7Cu-Ni-P-Ge

Sn-1.0Ag-0.7Cu-Bi-In

Sn-0.3Ag-0.7Cu-0.5Bi-Ni

Sn-0.3Bi-0.7Cu

Sn-3.0Ag-3.0Bi-3.0In

Sn-3.9Ag-0.6Cu-3.0Sb

Sn-3.4Ag-0.7Cu-3.2Bi-3.0Sb-Ni-x

Sn-3.5Ag-0.5Bi-8.0In

Sn-5.0Sb

Sn-10Sb

Sn-0.5Ag-6.0Cu

Sn-5.0Cu-0.15Ni-ｘ

Sn-0.5Ag-4.0Cu

Sn-2.3Ag-Ni-x

Sn-2.0Ag-Cu-Ni

Sn-3.0Ag-3.0Bi-0.8Cu-Ni

Sn-3.0Ag-0.5Cu-Ni

Sn-0.3Ag-2.0Cu-Ni

Sn-0.3Ag-0.7Cu-Ni

Sn-0.6Cu-Ni-P-Ge

217 219 220

221 223 223

217 219 219

217 219 220

217 219 226

217 219 229

217 219 227

217 219 224

217 219 227

227 229 229

228 230 230

211 222 222

216

225

228

229

228

229

Sn-0.5Bi-0.7Cu-Ni 225 229 229

198 214 214

221 224 226

210 221 221

196 208 214

240 243 243

245 248 266

217 226 378

228 229 365

217 226 344

221 222 225

218 220 224

205 215 215

219 223 324

218 231 332

220 232 330

227 228 228

0.07
以下

0.05
以下

0.05
以下

0.001
以下

0.02
以下

0.001
以下

0.03
以下

0.002
未満

0.03
以下

0.02
以下

0.01
以下

0.005
以下

0.05
未満

Sb Cu Bi Zn Fe Al As Cｄ Ag In Ni Au Pb

エコソルダーの代表的な合金と製品形態

SNR-GT Ser.
省エネと生産性を追求

省エネと生産性の向上を追求した、
汎用リフロー炉です

加熱部の真空ゾーンでボイドを激減

SVR Ser.

塵のでないクリーン設計

CX-430

リ
フ
ロ
ー
炉

半
導
体
実
装
ク
リ
ー
ン
設
計

熱
風
省
エ
ネ
設
計

窒
素
雰
囲
気

熱
風
炉

遠
赤
外
線
&

熱
風
併
用
炉

遠
赤
外
線
炉

熱
風
真
空
炉

SNR
I

GT

CX

SVR

SNR

はんだ材料の特性を熟知した設計で、
ボイドを無くします

塵の少ないクリーン炉は、ウエハーへの
ソルダボール実装に最適です

低酸素濃度対応の小型炉

SNR-615 Ser.
H仕様品は420℃までのプロファイルが可能、
パワーデバイスのダイボンディングに最適

ECOPASCAL
SPF Ser.

整圧式自動はんだ付け装置

静圧式局所はんだ付け装置

SOLZEUS
MPF Ser.

デ
ィ
ッ
プ
装
置

全
面
デ
ィ
ッ
プ

局
所
デ
ィ
ッ
プ

窒
素
雰
囲
気

大
気
雰
囲
気

窒
素
雰
囲
気

イ
ン
ラ
イ
ン
型

ラ
ウ
ン
ド
型

SPF2

MPF
I

2007ST

MPF
I

2003ST

SPF2
I
N

省エネを実現した、SPF方式の
自動はんだ付けシステムです

静圧式局所はんだ付けが、省エネと
高品質化を実現します

FA装置
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